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Kuparipinnoite
Kopparbelaggning

(57) Tiivistelma - Sammandrag

Metallipinta, tavallisesti kupari mikrokarhennetaan poly-
meerimateriaalien tarttuvuuden parantamiseksi kayttamalla
tarttumista edistivaid koostumusta, joka sisdltdd vetyperok-
sidia, epdorgaanista happoa, korroosionestoainetta, joka on
esimerkiksi triatsolia, tetratsolia tai imidatsolia, ja kvater-
nadristd ammoniumyhdistetti olevaa pinta-aktiivista ainetta.
Menetelmd on erityisen arvokas monikerros-PCB-levyjen
valmistuksessa kerrosten vilisen tartunnan edistimiseksi.

En metallyta, vanligen koppar mikrostrivas for att {6rbittra
haftforméga av polymera material, genom att anvinda en
hiftbeframjande komposition, som innehaller vateperoxid,
en oorganisk syra, en korrosioninhibitor, som &r till exem-
pel en triazol, tetrazol eller imidazol, och ett ytaktivt amne,

som bestar av en kvaternanisk ammoniumforening. Proces-
sen 4r sirskilt viredeful vid produktion av multiskikt-PCB-
kort for att beframja haftforméaga mellan skikten.
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